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先进封装创新发展联合基金拟立项清单
	序号
	项目名称
	承担单位
	支持经费
（万元）

	1
	面向大规模芯粒的三维异构集成布局算法研究
	武汉理工大学
	50

	2
	面向翘曲抑制的多光罩集成芯片布局布线方法研究
	武汉理工大学
	50

	3
	面向晶圆级高性能计算的三维低阻抗供电网络架构设计与特性研究
	湖北江城实验室
	50

	4
	先进封装界面失效的多物理场耦合原位表征与跨尺度三维重构方法研究
	武汉理工大学
	50

	5
	基于存算一体架构的类脑导航硬件研究
	华中科技大学
	20

	6
	高算力芯片硅基高速全光互连基板研究
	华中科技大学
	20

	7
	面向三维集成芯片高密度互连散热挑战的界面热阻无损检测与导热调控技术
	武汉大学
	20

	8
	混合键合结构界面热输运机理与跨尺度仿真调控研究
	湖北江城实验室
	20

	9
	面向先进封装热管理的异质界面多尺度模拟与热阻调控机理研究
	武汉纺织大学
	20

	10
	晶圆级微通道散热系统的多物理场协同优化设计与制造研究
	华中科技大学
	20

	11
	面向芯片散热的SiC@BN高导热辐射冷却涂层研究
	湖北江城实验室
	20

	12
	高性能3D芯片热界面材料研制
	湖北大学
	20

	13
	晶圆级键合波的原位监测及键合动力学研究
	湖北江城实验室
	20

	14
	宽禁带半导体/硅异质键合先进封装关键技术研究
	湖北大学
	20

	15
	高密度多层晶圆集成应力动态演变机理及可靠性研究
	湖北江城实验室
	20

	16
	面向混合键合化学机械抛光工艺与机理多尺度研究
	武汉大学
	20

	17
	面向先进封装深沟槽电容的高性能HfO₂基纳米叠层介电材料研制   
	湖北大学
	20

	18
	三维封装中TSV-HB-RDL全链路信号完整性建模与智能优化技术研究
	湖北大学
	20

	19
	面向先进封装晶圆级垂直供电系统电源完整性关键技术研究
	湖北大学
	20

	20
	热-力-电多场耦合下集成电路互连结构的金属原子迁移机制的原位表征与机理研究
	湖北江城实验室
	20

	21
	基于异构集成神经网络的啁啾切趾光栅耦合器研究
	中国地质大学（武汉）
	20

	22
	领域知识驱动的先进封装缺陷智能检测与工艺参数优化技术
	湖北大学
	20

	23
	面向半导体制造过程的天车大规模集群实时调度优化算法研究
	湖北大学
	20
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